1. Date despre program
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1.1 Institutia de invatamant superior

1.2 Facultatea / Departamentul

o 0
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Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din M’-Honﬂﬁ /
W Y . . . . S
Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informagier—

1.3 Departamentul

Bazele Electronicii

1.4 Domeniul de studii

Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale

1.5 Ciclul de studii

Licen{a

1.6 Programul de studii / Calificarea [Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii

2. Date despre disciplina

2.1 Denumirea disciplinei - Bazele Tehnologice ale Microelectronicii

2.2 Titularul activitdtilor de curs

Prof. dr. ing. Liviu Goras

2.3 Titularul activititilor de seminar | as. dr. ing. Nicolae Patache -

2.4 Anul de studiu - 2.5 Semestrul | 6 |2.6 Tipul de evaluare E 2'? R.eg_um.ll .

disciplinei

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitatilor didactice)
3.1 Numir de ore pe siptamand @ din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 23
invataméant
Distributia fondului de timp ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie si notife 25
Documentare suplimentar in bibliotecd, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 10
Pregitire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 15
Tutoriat 5
Examinari 15
Alte actiVitafi ..oooeevereeciiiniinnns
3.7 Total ore studiu 70
individual

3.9 Total ore pe semestru 126

3. 10 Numiirul de credite 4

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum | Fizica, Dispoz

itive electronice

4.2 de competente

5. Conditii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfisurare a cursului [Sald de curs, dotati cu calculator, videoproiector

5.2. de desfagurare a Sald
laboratorului softw

de laborator, dotatd corespunzitor: videoproiector, calculatoare, retea,
are Cadence.




6. Competentele specifice acumulate

+ S@ cunoascd principalele operatii tehnologice implicate in tehnologia de prelucrare a
materialelor semiconductoare

- Sd cunoascd principalele operatii tehnologice implicate in realizarea dispozitivelon
semiconductoare
Realizarea conexiunilor dintre parametrii de proces si calitatea dispozitivelor realizate

Competence profesionale

« Sd utilizeze eficient sursele informationale si resursele de comunicare si formare
profesionald asistatd, atat in limba roména, cit si intr-o limba de circulatie internationald
» S lucreze intr-un context international.

transversale

v
o
=
]
L
=]
E
(=3
Q
7

. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al e Cunoasterea aprofundata a dezvoltarilor teoretice, metodologice si

disciplinei practice specifice tehnicilor de realizare a circuitelor integrate.

7.2 Obiectivele specifice ¢ Studentul trebuie sa dobandeasca cunostinte despre principalele
operafii tehnologice implicate in tehnologia de prelucrare a
materialelor semiconductoare

e  Studentul trebuie sa dobiandeasci cunostinte despre principalele
operatii tehnologice implicate in realizarea dispozitivelor
semiconductoare

e  Studentul trebuie si dobidndeascé cunostinte despre realizarea
conexiunilor dintre parametrii de proces si calitatea dispozitivelor

realizate

8. Continuturi

8.1 Curs Metode de predare Observatii
Etapele principale de dezvoltate a tehnologiei Combinare: 2
materialelor, dispozitivelor i circuitelor - metoda prelegerilor

semiconductoare - folosirea videoproiectorului,
Principiul de purificare a substantelor prin cristalizare | explicatia, ul

- dezbaterea,

Mecanismul si cinetica cresterii cristalelor - studiu de caz, 2

.~ conexiuni cu confinutul

K

Prelucrarea mecanicd a materialelor semiconductoare  faltor discipline de specialitate,
cu informatii  transmise

Prelucrarea chimica a materialelor semiconductoare anterior in cadrul disciplinei,2
sau aplicatiile practice ale
Depunerea de pelicule semiconductoare izolatoare problemei investigate. 4
Difuzia si implantarea ionici @
Oxidarea termica 2
Litografia si corodarea selectiva 2

Doparea straturilor epitaxiale 2




Bibliografie

1. ,,Bazele Tehnologice ale Microelectronicii”, curs, format electronic

2. lon Dima, lon Munteanu, ,Materiale si dispozitive semiconductoare”, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1980

3, Radu M. Barsan, ,Fizica si tehnologia circuitelor MOS integrate pe scara mare”, Ed. Academiei,
Bucuresti, 1989

4. lon Parvu, Produse anorganice semiconductoare”, Ed. Tehnicd, Bucuresti, 1997, ISBN 973-31-
1109-0

i Yoshio Nishi, Robert Doering, ,,Handbook of Semiconductor Manufacturing Technology”, Marcel
Dekker, Inc., 2000, ISBN 0-8247-8783-8

6. Peter van Zant, ,Microchip Fabrication”, McGraw-Hill, 2000, ISBN 0-07-135636-3

s Paul Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer ,,Analysis and Design of Analog|
[ntegrated Circuits”, John Wiley & Sons, Inc., 2001, ISBN 0-471-32168-0

8. R.J.Baker, H.W.Li, D.E.Boyce, ,CMOS Circuit Design, Layout and Simulation”,
IEEE Press, 1998, ISBN 0-7803-3416-7

0. Alan Hastings, ,,The Art of ANALOG LAYOUT?”, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-087061-1

10. Dan Clein, ,CMOS IC Layout”, Newns, 2000, ISBN 0-7506-7194-7

8. 2 Seminar / laborator Metode de predare Observatii

Familiarizarea cu procesul tehnologic BICMOS Rezolvarea aplicatiilorde ¢

- S : ; : laborator cu ajutorul
Proiectarea si verificarea layout-ului unor dispozitive platformei Cadence 10
clementare in tehnologie BICMOS ‘
Dezbateri
Simularea si implementarea unor numaritoare pe 4 biti 14
Discutii

Bibliografie

1. Alan Hastings, ,,The Art of ANALOG LAYOUT?, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-087061-1

2 Paul Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer ,,Analysis and Design of Analog
Integrated Circuits”, John Wiley & Sons, Inc., 2001, ISBN 0-471-32168-0

3. R.J.Baker, H.W.Li, D.E.Boyce, ,CMOS Circuit Design, Layout and Simulation”,

IEEE Press, 1998, ISBN 0-7803-3416-7

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunitatii epistemice,
asociatiilor profesionale si angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

« Obiectivele disciplinei sunt in perfecta concordanti cu planul de invafimént, transmitind
informatii si formand deprinderi necesare viitorilor specialisti din domeniul electronicii si
microelectronicii in special. La intocmirea programei s-a avut in vedere integrarea disciplinei in
planul de invatamant pentru specializirile de Microelectronica, optoelectronica si
nanotehnologii, confinutul curriculei universitatilor din fara si striinitate si agteptirilor
angajatorilor

10.Evaluare




Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.3  Pondere
din nota finala

10.4 Curs

Corectitudinea si
completitudinea cunostingelor
- Coerenta logica

- Gradul de asimilare a
limbajului de specialitate

'Teza clasicd, cu durata de 2,5 ore, cu patru
subiecte de teorie, cu pondere egala in nota
finald a tezei.

60%

Criterii ce vizeazd aspecte
atitudinale: constiinciozitatea,
interesul pentru studiu
individual

10.5
Seminar/laborator

Capacitatea de a opera cu
cunostintele asimilate
Calitatea solutiilor problemelor

Teme evaluate pe parcurs si la final

10%

10.6 Standard minim de performanta

* Cunoasterea elementelor fundamentale de teorie si aplicarea lor in practici

Data completérii

1.09.2019

Semnatura titularului de curs

Prof. univ. dr. ing.

Data avizarii in departament

Semnatura directorului de departament
prof. dr. 7g Victor Adrian Grigoras
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